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Im Fokus: Elektronikfertigung

Basisinformationen
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B R3ume und Mitarbeiter
EGB-gerechte Fertigung (Arbeitsplatze, Boden, Handgelenk-
erdung, ESD-Uberwachung)
Reinrdaume
geschultes Personal
B Qualitats-/Umweltmanagement
Zertifizierung nach 1SO 9001:2008, 1SO 14001:2004,
EN 9100:2003, 1SO 13485:2003, ISO/TS 16949:2009
Erfassung aller bestlckten Baugruppen Uber Seriennummer-
Barcodes (Traceability)
Erfassung und Auswertung im Qualitdtsdatenmanagement-
System
lickenlose Prozesstberwachung und -kontrolle
B Fertigungsvolumen und Fertigungskapazitat
insgesamt 3 Mio. Baugruppen pro Jahr
ca. 3.200 verschiedene Baugruppen pro Jahr
Fertigung ab Losgrofe 1
Prototypen und Kleinserienfertigung sowie industrielle Grof3-
serienfertigung
Bestlickungskapazitat pro Jahr: SMD: ca. 250 Mio. Bauteile,
THT: ca. 20 Mio. Bauteile
B | ejterplatten
Tempern aller Leiterplatten (aul3er chem. SN)
Leiterplatten-Waschanlage

Nutzentrenner fir Ritznutzen und Frasnutzen (1 mm Min-
destabstand zwischen Bauelement und Steg; 2,4 mm Fras-
durchmesser)

B Optische Kontrolle / AOI

alle Flachbaugruppen werden nach IPC-A-610 Klasse 3 op-
tisch kontrolliert

Erstmusterprifung bei Neuprojekten
Serienerstmusterpriifung bei jedem Produktionslos
7 Viscom AQI-Systeme (automatische optische Inspektion)

B Lackieren

Baugruppenlackierung in Serie
Tauchlackierung (KC-Lackieranlage)
Spriihlackierung (PVA-Lackierlinie)
Trocknungsofen
Dunnschichtlacke
Dickschichtlacke

Standard-Lack: Peters SL1309N
Silikonlacke moglich

Verguss

UV-Hartung

Kleben

SMD-Fertigung

B Pastendruck

halb- und vollautomatische In-Line-Pastendrucker inkl.
Schablonenreinigung

DruckbildgréRe min. 70 x 60 mm?, max. 600 x 450 mm?
gelaserte Edelstahl-Schablonen

automatische optische Schabloneninspektion
Schnellspannrahmen fiir gleichmalige Bespannungshérte
ProFlow-System fur weniger Reinigungszyklen der Schablone
Waschanlage mit Ultraschall fir Schablonenreinigung

eutektische Paste, Klasse 3/Klasse 4 moglich; Finepitchpaste
bis Rastermal’ 0,4 mm

B Kleben

ab Chip 0603

Dispenser

Standard-Klebstoff: Loctite 3609
Klebedruck (DEK)
Standard-Klebstoff: Amicon D125F3

B Bauelemente

Verarbeitung modernster Bauformen:
Chip bis 0201 (0,5 x 0,25 mm?)
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Fine-Pitch-Bestlickung bis 0,4 mm Rastermaf3 (im Serienein-
satz)
UBGA bis Rastermal’ 0,35 mm
0,3 mm Mindestabstand zwischen den Bauteilen
B Bestlickung
21 SMD-Bestlickungsautomaten (Siplace X3, X4, HF3, F3, F4,
S20, 515, CF, CS, MS128, MS90)
Inline-Betrieb
B Reflow-L&ten
individuelle Lotprofilerstellung je Baugruppe und Be-
stlickungsseite
8 Stickstoff-Reflow-Lotanlagen
Vollkonvektionsofen
460 mm maximale Reflow-Lotbreite
optische Kontrolle vor und nach dem Reflow-Loten
B Dampfphasenloten
1 Inline-Dampfphasenlétsystem
B Reparatur
SMD- und BGA-Reparaturstationen
BGA-Reballing

THT-Fertigung

B Bauteilvorbereitung: automatisches Schneiden, Biegen, Sicken

B THT-Bestlickung
30 halbautomatische Bestlickungstische von Royonic, Jordan,
Heeb

Handbestlickungsplatze

B Wellenloten
7 Stickstoff-Wellenlotanlagen
max. 440 x 390 mm? LeiterplattengréRe
unterschiedliche nacheinander folgende Lotprogramme Uber
Barcode maglich
2 mm Mindestabstand Pin zum nachsten Bauelement
Sn63Pb37-Létzinn und Sn96,5Ag3Cu0,5
partielles Loten mit Lotmasken
selektives Wellenloten
95 x 95 mm? minimale und 350 x 350 mm? maximale Leiter-
plattengroBe
4 mm Mindestabstand zwischen Létpunkt und Bauteil
automatisches Punktléten bis Ratermaf3 2,0 mm
zeitnahe optische Kontrolle
B Prozesstberwachung
Alle Fertigungsprozesse und alle wesentlichen Prozesspara-
meter, z. B.
Lotprofil
Wellenhohe
Lotbadtemperatur
regelmalige Zinnanalyse
Restsauerstoffgehalt
B Montage
Blindniettechnik mit Nietmaschine, Nietdurchmesser 2,5 mm?
Einpressen von Lotstiften
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